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(57)【要約】
【課題】
　ウエハレベルパッケージ実装において、ウエハモール
ド品の反り変形量を低減して、ウエハレベルパッケージ
の性能向上を図る技術を提供する。
【解決手段】
　複数の半導体チップを配置した金型内を一括して樹脂
モールドするための樹脂フィルムであって、フィラを含
む第一の樹脂フィルム層と、フィラ含有率が前記第一の
樹脂フィルム層のフィラ含有率より低い第二の樹脂フィ
ルム層とを積層し、前記第一の樹脂フィルム層の初期粘
度が、前記第二の樹脂フィルム層の初期粘度より大きい
ことを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の半導体チップを配置した金型内を一括して樹脂モールドするための樹脂フィルム
であって、
　フィラを含む第一の樹脂フィルム層と、フィラ含有率が前記第一の樹脂フィルム層のフ
ィラ含有率より低い第二の樹脂フィルム層とを積層し、
前記第一の樹脂フィルム層の初期粘度が、前記第二の樹脂フィルム層の初期粘度より大き
いことを特徴とする樹脂フィルム。
【請求項２】
　請求項１に記載の樹脂フィルムにおいて、
　前記第一の樹脂フィルム層が、複数の平均粒子径からなるフィラを含有することを特徴
とする樹脂フィルム。
【請求項３】
　請求項２に記載の樹脂フィルムにおいて、
　前記第一の樹脂フィルム層に含有する複数の平均粒子径からなるフィラ径の第一のフィ
ラ径Ｄ１と第二のフィラ径Ｄ２の粒径比Ｄ２／Ｄ１が、０．１５４７より小さいことを特
徴とする樹脂フィルム。 
【請求項４】
　請求項１に記載の樹脂フィルムにおいて、
　前記第一の樹脂フィルム層が、異なるアスペクト比を持つフィラを含有することを特徴
とする樹脂フィルム。
【請求項５】
　請求項１に記載の樹脂フィルムにおいて、
　前記第一の樹脂フィルム層のフィラ含有量が、全体のフィラ含有量を１００とした場合
に５０の割合以上であり、かつ、前記第一の樹脂フィルム層の初期粘度と前記第二の樹脂
フィルム層の初期粘度の商が１０以上であることを特徴とする樹脂フィルム。
【請求項６】
　請求項１に記載の樹脂フィルムにおいて、
　前記フィラが、球状またはフレーク状または繊維状である樹脂フィルム。
【請求項７】
　請求項１に記載の樹脂フィルムにおいて、
　樹脂フィルムの形状を略円形とし、前記第一の樹脂フィルム層の直径が、前記第二の樹
脂フィルム層の直径より大きいことを特徴とする樹脂フィルム。
【請求項８】
　請求項１に記載の樹脂フィルムにおいて、
　樹脂フィルムの形状を方形とし、前記第一の樹脂フィルム層の幅が、前記第二の樹脂フ
ィルム層の幅より大きいことを特徴とする樹脂フィルム。
【請求項９】
　請求項１に記載の樹脂フィルムにおいて、
　前記第一の樹脂フィルム層の肉厚が、前記第二の樹脂フィルム層の肉厚より大きいこと
を特徴とする樹脂フィルム。
【請求項１０】
　請求項７または９に記載の樹脂フィルムにおいて、
　前記第一の樹脂フィルム層の粘度と前記第二の樹脂フィルム層の粘度の比率が１０～１
００であり、前記第一の樹脂フィルム層の半径をＬ１、前記第一の樹脂フィルム層の肉厚
をＴ１、前記第二の樹脂フィルム層の半径をＬ２、前記第二の樹脂フィルム層の半径をＴ
２とした場合、（Ｌ１/Ｌ２）*（Ｔ１／Ｔ２）≧１．１２となることを特徴とする樹脂フ
ィルム。
【請求項１１】
　請求項１～請求項１０の何れか１つに記載の樹脂フィルムを、樹脂封止材として用いた
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半導体装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の半導体装置において、
　前記半導体チップの上面において、前記第一の樹脂フィルム層の厚みが前記第二の樹脂
フィルム層の厚みよりも大きいことを特徴とする半導体装置。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の半導体装置において、
　前記半導体チップの周囲を囲む樹脂層が、フィラ含有率の少ない前記第二の樹脂層であ
るあることを特徴とする半導体装置。
【請求項１４】
　金型内に、複数の半導体チップを配置するとともに、前記半導体チップ上に樹脂フィル
ムを配置するステップと、
加熱状態で、前記金型を押圧することにより、前記樹脂フィルムを溶融し前記半導体チッ
プを樹脂モールドするステップと、
前記半導体チップ毎にダイシングして個片化するステップと
を備える半導体装置の製造方法であって、
　前記樹脂フィルムとして、フィラを含む第一の樹脂フィルム層と、フィラ含有率が前記
第一の樹脂フィルム層のフィラ含有率より低い第二の樹脂フィルム層とを積層したもので
あって、前記第一の樹脂フィルム層の初期粘度が、 前記第二の樹脂フィルム層の初期粘
度より大きいものを用いることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記樹脂フィルムの前記第一の樹脂フィルム層が、複数の平均粒子径からなるフィラを
含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　請求項１４に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第一の樹脂フィルム層が、異なるアスペクト比を持つフィラを含有することを特徴
とする半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　請求項１４に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記樹脂フィルムの前記第一の樹脂フィルム層のフィラ含有量が、全体のフィラ含有量
を１００とした場合に５０の割合以上であり、かつ、前記第一の樹脂フィルム層の初期粘
度と前記第二の樹脂フィルム層の初期粘度の商が１０以上であることを特徴とする半導体
装置の製造方法。
【請求項１８】
　請求項１４に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記樹脂フィルムのフィラが、球状またはフレーク状または繊維状である半導体装置の
製造方法。
【請求項１９】
　請求項１４に記載の半導体装置の製造方法において、
　樹脂フィルムの形状を略円形とし、前記第一の樹脂フィルム層の直径が、前記第二の樹
脂フィルム層の直径より大きいことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２０】
　請求項１４に記載の半導体装置の製造方法において、
　樹脂フィルムの形状を方形とし、前記第一の樹脂フィルム層の幅が、前記第二の樹脂フ
ィルム層の幅より大きいことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２１】
　請求項１４に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第一の樹脂フィルム層の肉厚が、前記第二の樹脂フィルム層の肉厚より大きいこと
を特徴とする半導体装置の製造方法。
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【請求項２２】
　請求項１４に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第一の樹脂フィルム層の粘度と前記第二の樹脂フィルム層の粘度の比率が１０～１
００であり、前記第一の樹脂フィルム層の半径をＬ１、前記第一の樹脂フィルム層の肉厚
をＴ１、前記第二の樹脂フィルム層の半径をＬ２、前記第二の樹脂フィルム層の半径をＴ
２とした場合、（Ｌ１/Ｌ２）*（Ｔ１／Ｔ２）≧１．１２となることを特徴とする半導体
装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウエハレベルパッケージのモールド材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器の高性能化が進むとともに、搭載される半導体パッケージには、小型化
、薄肉化、軽量化が要求されている。これらの要求に応える実装技術の１つとして、ウエ
ハレベルパッケージング技術がある。
【０００３】
　ウエハレベルパッケージング技術は、ウエハの状態で樹脂封止や再配線や電極形成を行
ない、ダンシングによって個片化することで、半導体パッケージを製造する実装技術であ
る。個片化した半導体チップの大きさが、半導体パッケージの大きさとなるため、従来の
半導体パッケージより、小型化および軽量化が可能となる。なお、ウエハレベルパッケー
ジと外部回路との電気的な接続は、チップに成形した電極を介して行われる。そのため、
ウエハレベルパッケージと外部回路とを電気的に接続可能な接続数は、チップの電極成形
側の面に成形可能な電極数となる。すなわち、ウエハレベルパッケージと外部回路との電
気的な接続数は、チップの電極成形側の面積により制約を受ける。
【０００４】
　最近では、ウエハを個片化したものを剥離フィルム上に再配置した状態で一括封止する
実装方法の開発が進められている。この実装方法であれば、チップとモールド材からなる
表面に再配線層を設けることで、電極を成形する面の面積を拡大することができるため、
外部回路との接続電極数を増やすことが出来る。
【０００５】
　樹脂による一括封止を伴うウエハレベルパッケージ実装では、チップの線膨張係数とモ
ールド材の線膨張係数に差があるため、樹脂モールド工程において、樹脂硬化後の温度低
下に起因した樹脂の収縮量とチップの収縮量に差が生じる。その結果、モールド品に反り
変形が生じる。モールド品に生じた反り変形は、ダンシング工程や再配線工程での位置ず
れの原因となり、パッケージの信頼性の低下を招くと考えられる。そのため、ウエハレベ
ルパッケージ実装では、モールド品の反り変形を抑えることが重要である。
【０００６】
　これらの課題を防ぐために、例えば、樹脂材料に関する特許文献として、特許文献１お
よび特許文献２が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許５３８５２４７号公報
【特許文献２】特開２０１２－２２４０６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ウエハレベルパッケージ実装において、切断工程や再配線工程前のモールド品に反り変
形が発生する場合には、モールド品を切断する際の寸法精度の低下や、再配線層の形成時
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の露光ずれの不良が生じる。そのため、ウエハレベルパッケージ実装においては、ウエハ
の一括モールド工程におけるモールド品の反り変形を抑えることが重要である。
【０００９】
　特許文献１に記載された反り変形の抑制方法では、硬化後の樹脂層の25℃での貯蔵弾性
率が１ＧＰa以下であれば、可とう性で低応力性の硬化物を与えることができるため、モ
ールド後のウエハの反りが小さくなるウエハモールド材として好ましいことが示されてい
る。しかし、特許文献１には、フィルム材料の単体での特性が開示されているのみで、フ
ィルムの肉厚方向の特性については、開示されていない。
【００１０】
　特許文献２に記載された反り変形の抑制方法では、第一樹脂層のフィラ含有率を１００
とした場合、第二樹脂層のフィラ含有率が０以上１００未満となるようにフィラを含有す
るフィルム構造が示されている。しかし、特許文献２には、フィラ含有率に関する記載が
あるのみで、フィルムの肉厚方向の樹脂材料特性については、開示されていない。
【００１１】
　以上のように、上記特許文献１および２に記載されたフィルム材料では、フィラ含有率
の低い層の樹脂を、チップとチップの間に積極的に流動させる構造にはなっていない。そ
のため、一括モールド工程において、フィラ含有率の高い樹脂層が、チップとチップの間
に流動することで、肉厚方向のフィラ充填率の差による反り変形の抑制効果が低下する。
すなわち、モールド品の反り変形を抑制するフィルム構造としては不十分であり、改善の
余地がある。
【００１２】
　本発明の目的は、ウエハレベルパッケージ実装において、ウエハモールド品の反り変形
量を低減して、ウエハレベルパッケージの性能向上を図る技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するために、本発明は特許請求の範囲に記載の構成を採用する。
  本発明は上記課題を解決する手段を複数含んでいるが、本発明の樹脂フィルムの一例を
挙げるならば、複数の半導体チップを配置した金型内を一括して樹脂モールドするための
樹脂フィルムであって、フィラを含む第一の樹脂フィルム層と、フィラ含有率が前記第一
の樹脂フィルム層のフィラ含有率より低い第二の樹脂フィルム層とを積層し、前記第一の
樹脂フィルム層の初期粘度が、前記第二の樹脂フィルム層の初期粘度より大きいことを特
徴とするものである。
【００１４】
　また、本発明の半導体装置の一例を挙げるならば、上記の樹脂フィルムを、樹脂封止材
として用いた半導体装置である。
【００１５】
　また、本発明の半導体装置の製造方法の一例を挙げるならば、金型内に、複数の半導体
チップを配置するとともに、前記半導体チップ上に樹脂フィルムを配置するステップと、
加熱状態で、前記金型を押圧することにより、前記樹脂フィルムを溶融し前記半導体チッ
プを樹脂モールドするステップと、前記半導体チップ毎にダイシングして個片化するステ
ップとを備える半導体装置の製造方法であって、前記樹脂フィルムとして、フィラを含む
第一の樹脂フィルム層と、フィラ含有率が前記第一の樹脂フィルム層のフィラ含有率より
低い第二の樹脂フィルム層とを積層したものであって、前記第一の樹脂フィルム層の初期
粘度が、前記第二の樹脂フィルム層の初期粘度より大きいものを用いることを特徴とする
ものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、ウエハモールド品の反り変形量を低減して、ウエハレベルパッケージ
の性能向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１７】
【図１】本発明の実施の形態の樹脂フィルムを用いたウエハレベルパッケージ構造の一例
を示す断面図である。
【図２Ａ】本発明の実施の形態の樹脂フィルムを用いたウエハレベルパッケージの成形方
法の一例を示す図である。
【図２Ｂ】本発明の実施の形態の樹脂フィルムを用いたウエハレベルパッケージの成形方
法の一例を示す図である。
【図２Ｃ】本発明の実施の形態の樹脂フィルムを用いたウエハレベルパッケージの成形方
法の一例を示す図である。
【図２Ｄ】本発明の実施の形態の樹脂フィルムを用いたウエハレベルパッケージの成形方
法の一例を示す図である。
【図２Ｅ】本発明の実施の形態の樹脂フィルムを用いたウエハレベルパッケージの成形方
法の一例を示す図である。
【図２Ｆ】本発明の実施の形態の樹脂フィルムを用いたウエハレベルパッケージの成形方
法の一例を示す図である。
【図２Ｇ】本発明の実施の形態の樹脂フィルムを用いたウエハレベルパッケージの成形方
法の一例を示す図である。
【図２Ｈ】本発明の実施の形態の樹脂フィルムを用いたウエハレベルパッケージの成形方
法の一例を示す図である。
【図２Ｉ】本発明の実施の形態の樹脂フィルムを用いたウエハレベルパッケージの成形方
法の一例を示す図である。
【図２Ｊ】本発明の実施の形態の樹脂フィルムを用いたウエハレベルパッケージの成形方
法の一例を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態の樹脂フィルムの構造の一例を示す断面図である。
【図４】本発明の比較例に用いた樹脂フィルムを用いたウエハレベルパッケージの成形時
におけるフィルムの変形の一例を示す断面図である。
【図５】本発明の実施の形態の樹脂フィルムを用いたウエハレベルパッケージの成形時に
おけるフィルムの変形の一例を示す断面図である。
【図６】本発明の実施の形態、および、比較例に関わるフィルム構成を示す条件図である
。
【図７】本発明の実施の形態、および、比較例に関わるフィルム構造の計算に用いたフィ
ルムとチップと仮固定フィルムの断面図である。
【図８】本発明の実施の形態の計算に用いた計算用の数値図である。
【図９】本発明の実施の形態および比較例のフィルム構造を用いたフィラ分布率の計算結
果を示す図である。
【図１０】本発明の実施の形態のフィラ形状の一例を示す断面図である。
【図１１】本発明の実施の形態のフィルム構造の一例を示す断面図である。
【図１２】本発明の比較に用いたフィルム構造の一例を示す断面図である。
【図１３】本発明の実施の形態のフィルム構造の一例を示す断面図である。
【図１４】本発明の実施の形態の樹脂フィルムの構造の他の一例を示す断面図である。
【図１５】本発明の比較例の樹脂フィルムを用いたウエハレベルパッケージの成形時にお
けるフィルムの変形の一例を示す断面図である。
【図１６】本発明の実施の形態の樹脂フィルムを用いたウエハレベルパッケージの成形時
におけるフィルムの変形の一例を示す断面図である。
【図１７】本発明の実施の形態の樹脂フィルムの構造の他の一例を示す断面図である。
【図１８】本発明の比較例の樹脂フィルムを用いたウエハレベルパッケージの成形時にお
けるフィルムの変形の一例を示す断面図である。
【図１９】本発明の実施の形態の樹脂フィルムを用いたウエハレベルパッケージの成形時
におけるフィルムの変形の一例を示す断面図である。
【図２０】本発明の実施の形態、および、比較例に関わるフィルム構成を示す条件図であ
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る。
【図２１】本発明の実施の形態、および、比較例に関わるフィルム構造の計算に用いたフ
ィルムとチップと仮固定フィルムの断面図である。
【図２２】本発明の実施の形態の計算に用いた計算用の数値図である。
【図２３】本発明の実施の形態および比較例のフィルム構造を用いたフィラ分布率の計算
結果を示す図である。
【図２４】本発明の実施の形態のモールド品外周部におけるチップ非搭載部を示す図であ
る。
【図２５】本発明に関わる樹脂の形状の範囲を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための各図において、同一の機能を有する要素には同一の名称、符号を付して、その
繰り返しの説明を省略する。
【００１９】
　（実施の形態）
  図１は、本発明の実施の形態の樹脂フィルムを用いたウエハレベルパッケージ実装の構
造の一例を示す図である。
【００２０】
　＜ウエハレベルパッケージ構造＞
  図１を用いて、本実施の形態の樹脂フィルムを用いたウエハレベルパッケージ実装構造
について説明する。
【００２１】
　本実施の形態のウエハレベルパッケージ実装構造は、半導体素子を備えたチップ１と、
複数の平均フィラ径からなる樹脂層２aと樹脂層２aよりもフィラ含有率が小さい樹脂層２
ｂとを備えた樹脂層２と、前記チップ１と前記樹脂層２とに接する面を有する再配線層３
と、前記再配線層３と接する面を有する複数のはんだボール４と、によって構成されてい
る。
【００２２】
　なお、前記樹脂層２に関して、チップ１は樹脂層２ｂに覆われている。すなわち、チッ
プ１の周囲に前記樹脂層２bが形成され、さらに前記樹脂層２ｂの周囲に前記樹脂層２aが
形成されている。
  また、チップ１の上面１aに接する樹脂層２において、樹脂層２aの厚みが樹脂層２ｂの
厚みより大きい。
  また、再配線層３は、樹脂２ｂとチップ１との接触面を有する。
  また、チップの側面側の外周面２ｃのフィラの断面は、フィラの切断面を有する。
【００２３】
　ここで、チップ１は、例えば、シリコンもしくはガリウム砒素から構成される。
【００２４】
　また、樹脂層２は、例えば、エポキシ樹脂、ビスマレイミド樹脂、ポリアミド樹脂、ト
リアジン樹脂、シアノアクリレート樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、メラミン樹脂、尿素
樹脂、ベンゾオキサジン樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリイソシアネート樹脂、フラン樹脂
、レゾルシノール樹脂、キシレン樹脂、ベンゾグアナミン樹脂、ジアリルフタレート樹脂
、シリコン樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、シロキサン変性エポキシ樹脂、シロキサン
変性ポリアミドイミド樹脂またはアクリルレート樹脂等が挙げられる。硬化剤としては、
例えば、フェノール樹脂、脂肪族アミン、脂環式アミン、芳香族ポリアミン、ポリアミド
、脂肪族酸無水物、脂環式酸無水物、芳香族酸無水物、ジシアンジアミド、有機酸ジヒド
ラジド、三フッ化ホウ素アミン錯体、イミダゾール類、第３級アミンまたは有機過酸化物
等が挙げられる。これらの硬化物（硬化剤）は一種を単独で用いても良く、２種以上を併
用してもよい。
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【００２５】
　また、樹脂層２に含まれるフィラは、例えば、シリカ粒子、セラミック粒子、アルミナ
粒子、窒化ホウ素粒子、窒化アルミニウム粒子等が挙げられる。また、マイカ、セリサイ
ト、フロゴパイト、ガラスフレーク、タルク、ガラス繊維、カーボン繊維等が挙げられる
。フィラは球形状に限られるわけではなく、フレーク状（板状）、繊維状でも良い。
【００２６】
　＜ウエハレベルパッケージの成形方法＞
  図２Ａ乃至図２Ｊは、本発明の実施の形態のウエハレベルパッケージの成形方法の一例
を示す図である。
【００２７】
　図２Ａに示すように、最初に、仮固定フィルム５上に複数個のチップ１を配置する。こ
の状態で、図２Ｂに示すように、樹脂フィルム２をチップ１の上に配置し、上金型６と下
金型７の間に設置する。次に、図２Ｃに示すように、加熱した上金型６を下降することで
、樹脂フィルム２は、受熱しながら流動する。図２Ｄに示すように、流動が終了した樹脂
フィルム２は、金型内で加熱されて硬化する。図２Ｅに示すように、金型から一括モール
ド品を取り出し、硬化温度から室温に冷却される過程で反り変形を生じたモールド品の仮
固定フィルム５を剥離する。図２Ｆに示すように、チップ１と樹脂層２からなる一括モー
ルド品を成形する。図２Ｇに示すように、仮固定フィルム５を剥がした面側のチップ１と
樹脂層２の面に、再配線層３を成形する。図２Ｈに示すように、再配線層３にはんだボー
ル４を接続する。図２Ｉに示すように、チップ毎にダンシングして個片化する。図２Ｊに
示すように、ウエハレベルパッケージが成形される。
【００２８】
　＜フィルム構造例１＞
  図３は、本発明に係るフィルムの構造の一例を示す断面図である。図３に示すように、
異なる平均粒径を持つフィラが含有されている樹脂層２aと、樹脂層２aよりもフィラ含有
率が少ない樹脂層２ｂとを有するフィルム構造である。
【００２９】
　図４は本発明者が比較検討を行った比較例のフィルムによる樹脂流動状態を示す断面図
であり、図５は本発明の実施の形態のフィルムによる樹脂流動状態を示す断面図である。
【００３０】
　まず、図４を用いて本発明者が比較検討を行ったフィルムについて説明する。
  図４（ａ）に示すように、仮固定フィルム５の上にチップ１を設置し、その上にフィル
ム２を設置する。ここで、本発明の比較例で用いた樹脂は、フィラ含有率が多い樹脂層２
aの初期粘度がフィラ含有率の少ない樹脂層２ｂの初期粘度より小さくなっている。その
ため、図４（ｂ）に示すように、チップ１の上部において、樹脂層２aの方が流れやすく
、チップ側面に樹脂層２aが多く流動する。一方、チップ１の上部の樹脂層２ｂは流れに
くく、チップ1の上部に留まりやすくなる。図４（ｃ）に示すように、樹脂封止の終了時
には、チップ１の上部の樹脂層２ｂの厚みが厚くなり、チップ１の側面部の樹脂層２aの
割合が大きくなる。
【００３１】
　すなわち、ウエハレベルパッケージのフィラ含有率は、チップの上面部が小さく、チッ
プの側面部が大きい構造となる。そのため、チップ上面部の線膨張係数がチップ側面部の
線膨張係数より大きくなるため、チップ１の上面側の収縮量が大きくなり、モールド品の
反り変形量が大きくなる。
【００３２】
　次に、図５を用いて本実施の形態のフィルムについて説明する。
  図５（ａ）に示すように、仮固定フィルム５の上にチップ１を設置し、その上にフィル
ム２を設置する。ここで、本発明の実施の形態の樹脂は、フィラ含有率が多い樹脂層２a
の初期粘度がフィラ含有率の少ない樹脂層２ｂの初期粘度より大きくなっている。そのた
め、図５（ｂ）に示すように、チップ１の上部において、樹脂層２ｂの方が流れやすく、
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チップ側面に樹脂層２ｂが多く流動する。一方、チップ１の上部の樹脂層２aは流れにく
く、チップ１の上部に留まりやすくなる。図５（ｃ）に示すように、樹脂封止の終了時に
は、チップ１の上部の樹脂層２aの厚みが厚くなり、チップ１の側面部の樹脂層２ｂの割
合が大きくなる。
【００３３】
　すなわち、ウエハレベルパッケージのフィラ含有率は、チップの上面部が大きく、チッ
プの側面部が小さい構造となる。そのため、チップ上面部の線膨張係数がチップ側面部の
線膨張係数より小さくなるため、チップ１の上面側の収縮量が比較例よりも低減されるた
め、モールド品の反り変形量は小さくなる。
【００３４】
　以上により、本実施の形態のフィルム構造では、樹脂層２ｂの流動を促進し、これによ
り、樹脂層２ｂがチップ１の側面部に流れ込む。その結果、チップ１の側面部よりチップ
１の上面部の樹脂収縮を低減することができるため、ウエハレベルパッケージの一括モー
ルド品の反り量を低減することができる。すなわち、ウエハレベルパッケージの信頼性の
向上を図ることができる。
【００３５】
　また、チップ１の周囲を囲む樹脂層が、フィラ含有率の少ない樹脂層２ｂとなるため、
チップと樹脂の接続面積が増えることで接続強度が上がる。その結果、チップと樹脂面に
おける剥離を抑制できるため、ウエハレベルパッケージの信頼性の向上を図ることができ
る。
【００３６】
　＜フィルムの構成ごとの効果の計算＞
  図６は本発明の実施の形態、および、比較例に関わるフィルム構成を示す条件図、図７
は本発明の実施の形態、および、比較例に関わるフィルム構造の計算に用いたフィルムと
チップと仮固定フィルムの断面図、図８は本発明の実施の形態の計算に用いた計算用の数
値図、図９は本発明の実施の形態のフィルム構造を用いたフィラ分布率の計算結果を示す
図である。
【００３７】
　ここでは、汎用流体ソフト（ＦｌｏwＳｉｅｎｃｅ社製）を用いて、チップの周囲を対
象とした樹脂フィルムとフィラの粒子移動計算を行った結果について説明する。
【００３８】
　まず、図６に示す、計算に用いたフィルムの構成について説明する。
  構成１は、比較に用いるフィルム構造の例である。構成２は、本実施の形態の樹脂フィ
ルムの構成の他の例であり、樹脂層２aのフィラ分布率が０．８で、樹脂層２ｂのフィラ
分布率が０．２で構成されている。構成３は、本実施の形態の樹脂フィルムの構成の他の
例であり、樹脂層２aのフィラ分布率が１．０で、樹脂層２ｂのフィラ分布率が０．０で
構成されている。すなわち、フィラが樹脂層２aのみに含有されている。構成４は、本実
施の形態の比較に用いた例であり、樹脂層２aのフィラ分布率が０．２で、樹脂層２ｂの
フィラ分布率が０．８で構成されている。構成５は、本実施の形態の比較に用いた例であ
り、樹脂層２aのフィラ分布率が０．８で、樹脂層２ｂのフィラ分布率が０．２で、樹脂
層２ｂの樹脂粘度よりも小さい樹脂粘度である樹脂層２aで構成されている。構成６は、
本実施形態の比較に用いた例であり、樹脂層２aのフィラ分布率が０．８で、樹脂層２ｂ
のフィラ分布率が０．２で、樹脂層２aと樹脂層２ｂは材料Ｂで構成されている。
【００３９】
　次に、図７に示す、計算に用いたウエハレベルパッケージ形状について説明する。
  チップの高さＨ１は、Ｈ１＝３５０μｍ、樹脂層２ｂの厚さＨ２は、Ｈ２＝１００μｍ
、樹脂層２aの厚さＨ３は、Ｈ３＝１００μｍ、チップ間の寸法Ｌ１は、Ｌ１＝１ｍｍ、
チップの幅Ｌ２は、Ｌ２＝７ｍｍである。
【００４０】
　次に、上記粒子移動計算について説明する。
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  なお、計算条件は、図７に示した形状において、図６に示した樹脂材料、および、フィ
ラ含有比を用い、上部から１００μｍ/ｓの一定速度でフィルムを圧縮する設定とした。
ここで、フィラ含有比とは、樹脂層２に含まれる総フィラ数を１００とした場合に、樹脂
層２aおよび樹脂層２ｂに含まれるフィラ数の割合を示している。計算に用いた粘度式を
、下式の（式１）～（式４）に示す。また、計算には、連続の式として、下記に示す（式
５）を、運動方程式として、下記に示す（式６）を用いた。
【００４１】
【数１】

【００４２】
【数２】

【００４３】
【数３】

【００４４】
　ここで、η：粘度、ηo：初期粘度、ｔ：時間、ｔo：ゲル化時間、Ｔ：温度、a、ｂ、
ｄ、e、ｆ、ｇ：材料固有の定数、ρ：密度、u：流速、ｐ：圧力、Ｇ：重力加速度を示し
ている。計算に用いた粘度式の定数を図８に示す。また、樹脂密度はエポキシ樹脂とし、
１８００kg/ｍ3を用いた。
【００４５】
　まず、構成１の特徴について説明する。構成１の樹脂フィルムは、樹脂層２aは材料Ａ
で構成され、樹脂層２ｂは材料Ｂで構成されている。ここで、図８の係数を数１に使用し
た場合、材料Ａは、材料Ｂよりも樹脂粘度が大きくなる。すなわち、構成１の樹脂フィル
ムは、樹脂層２aの方が樹脂層２ｂよりも樹脂粘度が大きい構成である。また、フィラ含
有比は、樹脂層２aと樹脂層２ｂは５０の量でフィラが分散されている。
【００４６】
　次に、構成２の特徴について説明する。構成２のフィルム構造は、構成１の樹脂層２a
のフィラ含有比を８０と大きくした構成である。すなわち、構成２のフィルム構造は、構
成１よりも樹脂層２aのフィラ含有率を増やした構成である。
  構成２では、樹脂粘度の大きい樹脂層２aのフィラ含有比が大きくなることで、成形後
のチップ上部のフィラ含有比を大きくする効果が得られる。その結果、モールド品の反り
変形量を低減することが出来る。
【００４７】
　次に、構成３の特徴について説明する。構成３のフィルム構造は、構成２の樹脂層２a
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のフィラ含有比を１００と大きくした構成である。すなわち、構成３のフィルム構造は、
構成１および構成２よりも樹脂層２aのフィラ含有率を増やした構成である。
  構成３では、樹脂粘度の大きい樹脂層２aのフィラ含有比が大きくなることで、成形後
のチップ上部のフィラ含有比を大きくする効果が得られる。その結果、モールド品の反り
変形量を低減することが出来る。
【００４８】
　次に、構成４の特徴について説明する。構成４のフィルム構造は、構成１の樹脂層２a
のフィラ含有比を２０と小さくした構成である。すなわち、構成４のフィルム構造は、構
成１よりも樹脂層２aのフィラ含有率を減らした構成である。
  構成４では、樹脂粘度の小さい樹脂層２ｂのフィラ含有比が大きくなることで、成形後
のチップ側面部のフィラ含有比が大きくなる。その結果、上部の樹脂層の収縮量が大きく
なるため、モールド品の反り変形量は大きくなる。
【００４９】
　次に、構成５の特徴について説明する。構成５のフィルム構造は、構成２のフィラ含有
比で、樹脂材料Ａおよび材料Ｂを入れ替えた構成である。すなわち、構成５のフィルム構
造は、構成２のフィラ分布比で、樹脂層２aよりも樹脂層２ｂの初期粘度が大きい構成で
ある。
  構成５では、樹脂粘度の小さい樹脂層２aの方が流動しやすいため、樹脂層２aに含まれ
るフィラがチップ側面へ排出され易い。そのため、成形後のチップ上部のフィラ含有比は
小さくなり、側面部のフィラ含有比は大きくなる。したがって、上部の樹脂層の収縮量が
大きくなるため、モールド品の反り変形量は大きくなる。
【００５０】
　次に、構成６の特徴について説明する。構成６のフィルム構造は、構成５のフィラ含有
比で、樹脂層２aおよび樹脂層２ｂにおいて樹脂材料が材料Ｂの構成である。すなわち、
同一材料の樹脂肉厚層に、肉厚方向のフィラ含有率を変更した場合である。
  構成６では、樹脂層２aと樹脂層２ｂで、樹脂粘度差が無いため、構成１から５に示し
たように、どちらかの層の樹脂が流れ易いという現象は生じない。
【００５１】
　次に、図９を用いて、樹脂層に含まれるフィラの流動解析の結果について説明する。
  図９に示すように、構成１よりも構成２の方が、フィラ分布率が高くなるという結果が
得られた。ここで、フィラ分布率は、成形後にチップ高さＨ１よりも上に位置するフィラ
数をＮｈとし、成形後にチップ高さＨ１よりも下に位置するフィラ数Ｎｌとした時、Ｎｈ
／（Ｎｈ＋Ｎｌ）で定義した。すなわち、フィラ分布率が大きいほど、チップより上部の
フィラの数が多く含まれる。その結果、チップ上部の樹脂収縮量が低減されるため、モー
ルド品の反り変形量を低減することができる。
  さらに、構成２よりも構成３の方が、フィラ分布率が高くなるという結果が得られた。
すなわち、構成２よりも構成３の方が、反り変形量を低減することができる。これは、樹
脂層２aの初期のフィラ含有比を高めたためである。
  また、構成１よりも構成４の方が、フィラ分布率が低くなるという結果が得られた。す
なわち、構成１よりも構成４の方が、反り変形量が増加する。これは、樹脂層２ｂの初期
のフィラ含有比を高めたためである。
  また、構成２よりも構成５の方が、フィラ分布率が低くなるという結果が得られた。す
なわち、構成２よりも構成５の方が、反り変形量が増加する。これは、樹脂層２aの樹脂
粘度が低いため、チップ上面より側面へ樹脂が流動する過程で、フィラが側面部に排出さ
れたためである。
  また、構成２よりも構成６の方が、フィラ分布率が小さくなるという結果が得られた。
すなわち、構成２よりも構成６の方が、反り変形量が増加する。
【００５２】
　以上のように、本実施の形態の樹脂フィルム構造では、図６～図９に示すように、ウエ
ハレベルパッケージのモールド工程において、樹脂層２aの初期粘度が樹脂層２ｂの初期
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粘度よりも大きく、かつ樹脂層２aのフィラ含有比が樹脂層２ｂのフィラ含有比よりも大
きく形成されている。
  これにより、フィラ含有比の多い樹脂層２aがチップ上部にとどまり易く、フィラ含有
比の少ない樹脂層２ｂがチップ側面部に流動し易くなる。
  その結果、モールド品のチップ上面のフィラ含有率が高くなり、反り変形量が低減する
。
  すなわち、ウエハモールドパッケージ実装において、反り変形量を低減させて、ウエハ
モールドパッケージの信頼性の向上を図ることができる。
【００５３】
　＜フィラ形状例１＞
  図１０は本発明に関わる異なる平均粒径を持つフィラ形状の一例を示す断面図である。
図１０に示すように、異なる平均粒径のフィラ１０とフィラ１１について、粒子径の大き
いフィラ１０の粒径をＤ１とし、粒子径の小さいフィラ１１の粒径をＤ２とした場合、式
７の関係であると、隣接したフィラ１０の隙間にフィラ１１が入り込むことが可能になる
ため、フィラ充填率を向上することが出来る。
【００５４】
【数４】

【００５５】
　＜フィラ形状例２＞
  図１１は、本発明に関わるフィルム構造の一例を示す断面図である。図１１に示すよう
に、異なるアスペクト比を持つフィラが含有されている樹脂層２aと、樹脂層２aよりもフ
ィラ含有率が少ない樹脂層２ｂとを有するフィルム構造である。異なるアスペクト比を持
つフィラとしては、例えばフレーク状、繊維状のフィラがある。
【００５６】
　図１２は、本発明の比較に用いたフィルム構造の一例を示す断面図である。図１２（ａ
）に示すように、比較例の樹脂フィルムは、樹脂層２aが樹脂層２ｂより低粘度の構成で
ある。そのため、図１２（ｂ）に示すように、樹脂層２aが積極的に流動する。その結果
、成形後のフィラ配向は図１２（ｃ）に示すように、チップ側面部で、肉厚方向が繊維配
向の方向となる。繊維配向樹脂は、繊維配向方向には収縮し難く、繊維配向の直交方向に
は収縮し易い。チップ上面のパッケージ面方向の収縮が大きくなるため、反り変形量が大
きくなる。
【００５７】
　図１３は、本発明に関わるフィルム構造の一例を示す断面図である。図１３（ａ）に示
すように、本発明の樹脂フィルムは、樹脂層２ｂが樹脂層２aより低粘度の構成である。
そのため、図１３（ｂ）に示すように、樹脂層２ｂが積極的に流動する。その結果、成形
後のフィラ配向は図１３（ｃ）に示すように、チップ上部で、パッケージ面方向が繊維配
向の方向となる。したがって、チップ上面のパッケージ面方向の収縮が抑えられるため、
反り変形量は小さくなる。
【００５８】
　＜フィルム構造例２＞
  図１４は、本発明にかかわるフィルム構造の他の一例を示す断面図である。図１４に示
すように、異なる平均粒径を持つフィラが含有されている樹脂層２ａと、樹脂層２ａより
もフィラ含有率が少ない樹脂層２ｂとを有するフィルム構造において、フィルム２を略円
形とし、樹脂層２ａの直径Ｄaを、樹脂層２ｂの直径Ｄｂより大きくする。
【００５９】
　図１５は本発明者が比較検討を行った比較例のフィルムによる樹脂流動状態を示す断面
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図であり、図１６は本発明の実施の形態のフィルムによる樹脂流動状態を示す断面図であ
る。
【００６０】
　まず、図１５を用いて本発明者が比較検討を行ったフィルムについて説明する。
  図１５（ａ）に示すように、仮固定フィルム５の上に複数のチップ１を配置し、その上
にフィルム２を設置する。ここで、本発明の比較例で用いた樹脂は、フィラ含有率の多い
樹脂層２aのフィルム直径がフィラ含有率の少ない樹脂層２ｂのフィルム直径より小さく
なっている。そのため、図１５（ｂ）に示すように、フィルムの外周部において、樹脂層
２ｂが樹脂層２aを巻き込みながら流動する。そして、図１５（ｃ）に示すように、樹脂
封止の終了時には、パッケージ外周部のチップ非搭載部において、樹脂層２ｂの割合が大
きくなる。すなわち、ウエハレベルパッケージのフィラ含有率は、パッケージ外周部のチ
ップ非搭載部が小さい構造となる。そのため、パッケージ外周部の線膨張係数がパッケー
ジ内周部の線膨張係数より大きくなるため、パッケージ外周部において周方向の収縮量が
大きくなり、モールド品の反り変形量が大きくなる。
【００６１】
　次に、図１６を用いて本実施の形態のフィルムについて説明する。
  図１６（a）に示すように、仮固定フィルム５の上に複数のチップ１を設置し、その上
にフィルム２を設置する。ここで、本発明の実施の形態の樹脂は、フィラ含有率が多い樹
脂層２aのフィルム直径がフィラ含有率の少ない樹脂層２ｂのフィルム直径より大きくな
っている。そのため、図１６（ｂ）に示すように、フィルムの外周部において、樹脂層２
aが樹脂層２ｂを巻き込みながら流動する。そして、図１６（ｃ）に示すように、樹脂封
止の終了時には、パッケージ外周部のチップ非搭載部において、樹脂層２aの割合が大き
くなる。
すなわち、ウエハレベルパッケージのフィラ含有率は、パッケージ外周部のチップ非搭載
部が大きい構造となる。そのため、パッケージ外周部において周方向の収縮量が比較例よ
りも低減されるため、モールド品の反り変形量は小さくなる。
【００６２】
　以上により、本実施の形態のフィルム構造では、樹脂層２aが樹脂層２ｂを巻き込みな
がら流動し、これにより、パッケージ外周部のチップ非搭載部において、樹脂層２aの割
合が大きくなる。その結果、パッケージ外周部のチップ非搭載部の線膨張係数を低減する
ことができるため、ウエハレベルパッケージの一括モールド品の反り量を低減することが
できる。すなわち、ウエハレベルパッケージの信頼性の向上を図ることができる。
【００６３】
　なお、本フィルム構造例において、フィルム２の形状が略円形であるとして説明したが
、フィルム２の形状を四角形などの方形として、樹脂層２ａの辺の幅を、樹脂層２ｂの辺
の幅より大きくしても良い。
【００６４】
　＜フィルム構造例３＞
  図１７は、本発明にかかわるフィルム構造の他の一例を示す断面図である。図１７に示
すように、異なる平均粒径を持つフィラが含有されている樹脂層２ａと、樹脂層２ａより
もフィラ含有率が少ない樹脂層２ｂとを有するフィルム構造において、樹脂層２ａの厚み
ｔａが、樹脂層２ｂの厚みｔｂより大きい。
【００６５】
　図１８は本発明者が比較検討を行った比較例のフィルムによる樹脂流動状態を示す断面
図であり、図１９は本発明の実施の形態のフィルムによる樹脂流動状態を示す断面図であ
る。
【００６６】
　まず、図１８を用いて本発明者が比較検討を行ったフィルムについて説明する。
  図１８（a）に示すように、仮固定フィルム５の上に複数のチップ１を配置し、その上
にフィルム２を設置する。ここで、本発明の比較例で用いた樹脂は、フィラ含有率の多い
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樹脂層２ａの厚みがフィラ含有率の少ない樹脂層２ｂの厚みより小さくなっている。その
ため、図１８（ｂ）に示すように、フィルムの外周部において、樹脂層２ｂが樹脂２ａを
巻き込みながら流動する。そして、図１８（ｃ）に示すように樹脂封止の終了時には、パ
ッケージ外周部のチップ非搭載部において、樹脂層２ｂの割合が大きくなる。
【００６７】
　すなわち、ウエハレベルパッケージのフィラ含有率は、パッケージ外周部のチップ非搭
載部が小さい構造となる。そのため、パッケージ外周部の線膨張係数がパッケージ内周部
の線膨張係数より大きくなるため、パッケージ外周部において周方向の収縮量が大きくな
り、モールド品の反り変形量が大きくなる。
【００６８】
　次に、図１９を用いて本実施の形態のフィルムについて説明する。
  図１９（a）に示すように、仮固定フィルム５の上に複数のチップ１を設置し、その上
にフィルム２を設置する。ここで、本発明の実施の形態の樹脂は、フィラ含有率が多い樹
脂層２aのフィルム厚さがフィラ含有率の少ない樹脂層２ｂのフィルム厚さより大きくな
っている。そのため、図１９（ｂ）に示すように、フィルム外周部において、樹脂層２a
が樹脂層２bを巻き込みながら流動する。そして、図１９（ｃ）に示すように、樹脂封止
の終了時には、パッケージ外周部のチップ非搭載部において、樹脂層２aの割合が大きく
なる。すなわち、ウエハレベルパッケージのフィラ含有率は、パッケージ外周部のチップ
非搭載部が大きい構造となる。そのため、パッケージ外周部において周方向の収縮量が比
較例よりも低減されるため、モールド品の反り変形量は小さくなる。
【００６９】
　以上により、本実施の形態のフィルム構造では、樹脂層２ａが樹脂層２ｂを巻き込みな
がら流動し、これにより、パッケージ外周部のチップ非搭載部において、樹脂層２ａの割
合が大きくなる。その結果、パッケージ外周部のチップ非搭載部の線膨張係数を低減する
ことができるため、ウエハレベルパッケージの一括モールド品の反り量を低減することが
できる。すなわち、ウエハレベルパッケージの信頼性の向上を図ることができる。
【００７０】
　＜フィルム構造ごとの効果の計算例２＞
  図２０は本発明の実施形態、および、比較例に関わるフィルム構成を示す条件図、図２
１は本発明の実施の形態、および、比較例に関わるフィルム構造の計算に用いたフィルム
とチップと仮固定フィルムの断面図、図２２は本発明の実施の形態の計算に用いた計算用
の数値図、図２３は本発明の実施の形態のフィルム構造を用いたパッケージ外周部のチッ
プ非搭載部における第一の樹脂層の比率の計算結果を示す図である。
【００７１】
　ここでは、汎用流体ソフト（ＦＬｏｗＳｉｅｎｃｅ社製）を用いて、チップを複数配置
したパッケージを対象とした樹脂フィルムの２層流体計算を行った結果について説明する
。
【００７２】
　構成７は、比較に用いるフィルム構造の例であり、樹脂層２aの半径と樹脂層２bの半径
が等しく、樹脂層２aの肉厚と樹脂層２ｂの肉厚が等しい。ただし、樹脂層２aのフィラ含
有率は、樹脂層２ｂのフィラ含有率より多い。構成８は、本実施の形態の比較に用いた例
であり、樹脂層２aの半径が、樹脂層２ｂの半径より小さい。構成９は、本実施の形態の
樹脂フィルムの構成の例であり、樹脂層２aの半径が、樹脂層２ｂの半径より大きい。構
成１０は、本実施の形態の樹脂フィルムの構成の例であり、樹脂層２aの肉厚が、樹脂層
２ｂの肉厚より大きい。構成１１は、本実施の形態の比較に用いた例であり、樹脂層２a
の肉厚が、樹脂層２ｂの肉厚より小さい。
【００７３】
　次に、図２１に示す、計算に用いたウエハレベルパッケージ形状について説明する。
  チップの高さＴ３は、Ｔ３＝２ｍｍ、チップの幅Ｃ１は、Ｃ１＝１０ｍｍ、チップのピ
ッチＣ２は、Ｃ２＝１５ｍｍである。
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【００７４】
　次に、上記２層流体計算について説明する。
  なお、計算条件は、図２１に示した形状において、図２０に示した樹脂材料および樹脂
寸法を用い、上部から１００μｍ/ｓの一定速度でフィルムを圧縮する設定とした。ここ
で、計算に用いた粘度式は、（式１）～（式４）である。また、計算には、連続の式とし
て、（式５）を、運動方程式として（式６）を用いた。計算に用いた粘度式の定数を図２
２に示す。また、樹脂密度はエポキシ樹脂とし、１８００ｋｇ／ｍ3を用いた。
【００７５】
　まず、構成７の特徴について説明する。構成７の樹脂フィルムは、樹脂層２aは材料Ｃ
で構成され、樹脂層２ｂは材料Ｄで構成されている。ここで、図２２の係数を数１に使用
した場合、材料Ｃは、材料Ｄよりも樹脂粘度が大きくなる。すなわち、構成７の樹脂フィ
ルムは、樹脂層２aの方が樹脂層２ｂよりも樹脂粘度が大きい構成である。また、樹脂フ
ィルムの半径は、樹脂層２aと樹脂層２ｂで等しい。また、樹脂フィルムの肉厚は、樹脂
層２aと樹脂層２ｂで等しい。
【００７６】
　次に、構成８の特徴について説明する。構成８のフィルム構造は、構成７の樹脂フィル
ムの樹脂層２aの半径を４０ｍｍと小さくし、樹脂層２ｂの半径を５０ｍｍと大きくした
構成である。すなわち、構成８のフィルム構造は、樹脂層２aのフィルム半径を樹脂層２
ｂのフィルム半径より小さくした構成である。
  構成８では、樹脂層２aの半径が樹脂層２ｂの半径より小さくなることで、パッケージ
外周部のチップ非搭載部における樹脂層２aの比率が小さくなる。その結果、パッケージ
外周部の周方向の収縮量が大きくなるため、モールド品の反り変形量は大きくなる。
【００７７】
　次に、構成９の特徴について説明する。構成９のフィルム構造は、構成７の樹脂フィル
ムの樹脂層２aの半径を５０ｍｍと大きくし、樹脂層２ｂの半径を４０ｍｍと小さくした
構成である。すなわち、構成９のフィルム構造は、樹脂層２aのフィルム半径を樹脂層２
ｂのフィルム半径より大きくした構成である。
  構成９では、樹脂層２aの半径が樹脂層２ｂの半径より大きくなることで、パッケージ
外周部のチップ非搭載部における樹脂層２aの比率が大きくなる。その結果、パッケージ
外周部の周方向の収縮量が小さくなるため、モールド品の反り変形量を低減することが出
来る。
【００７８】
　次に、構成１０の特徴について説明する。構成１０のフィルム構造は、構成７の樹脂フ
ィルムの樹脂層２aの肉厚を２ｍｍと大きくし、樹脂層２ｂの肉厚を１ｍｍと小さくした
構成である。すなわち、構成１０のフィルム構造は、樹脂層２aのフィルム肉厚を樹脂層
２ｂのフィルム肉厚より大きくした構成である。
  構成１０では、樹脂層２aの肉厚が樹脂層２ｂの肉厚より大きくなることで、パッケー
ジ外周部のチップ非搭載部における樹脂層２aの比率が大きくなる。その結果、パッケー
ジ外周部の周方向の収縮量が小さくなるため、モールド品の反り変形量を低減することが
出来る。
【００７９】
　次に、構成１１の特徴について説明する。構成１１のフィルム構造は、構成７の樹脂フ
ィルムの樹脂層２aの肉厚を１ｍｍと小さくし、樹脂層２ｂの肉厚を２ｍｍと大きくした
構成である。すなわち、構成１１のフィルム構造は、樹脂層２aのフィルム肉厚を樹脂層
２ｂのフィルム肉厚より小さくした構成である。
  構成１１では、樹脂層２aの肉厚が樹脂層２ｂの肉厚より小さくなることで、パッケー
ジ外周部のチップ非搭載部における樹脂層２aの比率が小さくなる。その結果、パッケー
ジ外周部の周方向の収縮量が大きくなるため、モールド品の反り変形量は大きくなる。
【００８０】
　次に、図２３を用いて、パッケージ外周部のチップ非搭載部における樹脂層２aの比率
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の流動解析の結果について説明する。
  はじめに、図２４にパッケージ外周部のチップ非搭載部を示す。パッケージ外周部のチ
ップ非搭載部とは、外周に設置したパッケージの端部から、パッケージの外周までの領域
を示す。パッケージ外周部のチップ非搭載部における樹脂層２aの比率が大きいほど、外
周部のチップ非搭載部のフィラの数が多く含まれる。その結果、チップ外周の樹脂収縮量
が低減されるため、モールド品の反り変形量を低減することができる。
【００８１】
　図２３に示すように、構成７よりも構成８の方が、パッケージ外周部のチップ非搭載部
における樹脂層２aの比率が小さくなるという結果が得られた。すなわち、構成７よりも
構成８の方が、反り変形量が増加する。これは、樹脂層２aの半径より樹脂層２bの半径が
大きいため、樹脂層２ｂがパッケージ外周部に多く流動したためである。
【００８２】
　構成７よりも構成９の方が、パッケージ外周部のチップ非搭載部における樹脂層２aの
比率が大きくなるという結果が得られた。すなわち、構成７よりも構成９の方が、反り変
形量を低減することが出来る。これは、樹脂層２ｂの半径より樹脂層２aの半径が大きい
ため、樹脂層２aがパッケージ外周部に多く流動したためである。
【００８３】
　構成７よりも構成１０の方が、パッケージ外周部のチップ非搭載部における樹脂層２a
の比率が大きくなるという結果が得られた。すなわち、構成７よりも構成１０の方が、反
り変形量を低減することが出来る。これは、樹脂層２ｂの肉厚より樹脂層２aの肉厚が大
きいため、樹脂層２aがパッケージ外周部に多く流動したためである。
【００８４】
　構成７よりも構成１１の方が、パッケージ外周部のチップ非搭載部における樹脂層２a
の比率が小さくなるという結果が得られた。すなわち、構成７よりも構成１１の方が、反
り変形量は増加する。これは、樹脂層２aの肉厚より樹脂層２bの肉厚が大きいため、樹脂
層２bがパッケージ外周部に多く流動したためである。
【００８５】
　以上のように、本実施の形態の樹脂フィルム構造では、図２０～図２３に示すように、
ウエハレベルパッケージのモールド工程に使用するフィルムに関して、樹脂層２aの初期
粘度が樹脂層２ｂの初期粘度より大きく、かつ樹脂層２ａのフィラ含有比が樹脂層２ｂの
フィラ含有比よりも大きく形成されているフィルムにおいて、樹脂層２aの半径が樹脂層
２bの半径より大きく、または、樹脂層２aの肉厚が樹脂層２ｂの肉厚より大きく形成され
ている。
  これにより、フィラ含有比の多い樹脂層２aが、パッケージ外周部のチップ非搭載部に
流動し易く、フィラ含有比の少ない樹脂層２ｂが、パッケージ外周部のチップ非搭載部に
流動し難くなる。
  その結果、モールド品の外周部のチップ非搭載部の樹脂層２ａの比率が高くなり、すな
わち、モールド品の外周部のチップ非搭載部のフィラ含有率が高くなり、反り変形量が低
減する。
  すなわち、ウエハモールドパッケージ実装において、反り変形量を低減させて、ウエハ
モールドパッケージの信頼性の向上を図ることができる。
【００８６】
　＜フィルム形状の範囲＞
  図２５は、本発明に関わる樹脂の形状の範囲を示す図である。第一の樹脂層と第二の樹
脂層の粘度比が１００と１０の場合について、図２１に示した寸法Ｌ１、Ｌ２、Ｔ１、Ｔ
２からなる関数（Ｌ１/Ｌ２）＊（Ｔ１／Ｔ２）に対して、パッケージ外周部のチップ非
搭載部１２における樹脂層２aの比率の計算結果を示している。本発明のフィルム形状は
、（Ｌ１/Ｌ２)＊（Ｔ１／Ｔ２）の値が１．１２以上の場合、パッケージ外周部のチップ
非搭載部における樹脂層２ａの比率が７５％以上と高まることがわかる。
  すなわち、ウエハモールドパッケージ実装において、反り変形量を低減させて、ウエハ
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【００８７】
　なお、上記のフィルム構造例１～３において、フィルム２が第一の樹脂層２ａと第二の
樹脂層２ｂの２層から構成されると説明したが、少なくとも第一の樹脂層２ａと第二の樹
脂層２ｂとを含む３層以上のフィルムとしてもよい。
【符号の説明】
【００８８】
１　半導体チップ
１ａ　半導体チップの上部表面
２　樹脂フィルム
２ａ　上部樹脂フィルム層
２ｂ　下部樹脂フィルム層
２ｃ　パッケージ側面
３　再配線層
４　はんだボール
５　仮固定フィルム
６　上金型
７　下金型
１０　径の大きいフィラ
１１　径の小さいフィラ
１２　パッケージ外周部のチップ非搭載部

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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